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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur
Verbindung eines auf einer Leiterplatte angebrachten
Bauelementes mit einer flexiblen Schichtanordnung,
die insbesondere zur Verbindung eines Detektormo-
duls eines Réntgen-Computertomographen mit einer
nachgeschalteten Auswertelektronik geeignet ist.

Stand der Technik

[0002] Eine solche Anordnung ist aus der DE 196
17 055 C1 bekannt. Die bekannte Anordnung eignet
sich nicht zur Herstellung einer Vielzahl von Kontak-
ten auf engstem Raum. Das herkdmmliche bon-
ding-Verfahren zur Kontaktierung kann bei einer der-
artigen Anordnung nicht verwendet werden.

[0003] Nach dem Stand der Technik sind Anordnun-
gen bekannt, bei denen zwei feste Abschnitte Gber ei-
nen flexiblen Abschnitt beweglich miteinander ver-
bunden sind. Solche Anordnungen werden z.B. zum
Aufbau von Detektormodulen fir Réntgen-Computer-
tomographen verwendet. Dabei ist auf dem einen
festen Abschnitt ein Photodiodenarray aufgenom-
men. Die einzelnen Photodioden des Photodiodenar-
rays sind dber im flexiblen Abschnitt aufgenommene
Leiterbahnen mit einem auf dem anderen festen Ab-
schnitt montierten Stecker verbunden. Der Stecker
wiederum dient zum Anschluss des Detektormoduls
an eine nachgeschaltete digitalisierende Elektronik.
[0004] Der flexible Abschnitt besteht Ublicherweise
aus einer Mehrzahl an Schichten. Dabei besteht zu-
mindest eine der Schichten aus einer Vielzahl neben-
einander liegender Leiterbahnen, welche mit einer
elektrisch isolierenden Schicht umgehen sind. Diese
Schicht kann nach Art einer Sandwichstruktur beid-
seitig mit elektrisch leitenden Abschirmschichten
Uberdeckt sein, welche wiederum von einer elek-
trisch isolierenden Schicht umgeben sind. Zur Bil-
dung der festen Abschnitte ist der vorbeschriebene
flexible Schichtaufbau durch an dessen Ober-
und/oder Unterseite aufgeklebte Leiterplatten ver-
steift. Auf den Leiterplatten sind die jeweiligen Baue-
lemente montiert. Deren Anschlisse sind mittels die
Leiterplatten durchdringenden Durchkontaktierungen
mit den Leiterbahnen verbunden. Wegen der relativ
geringen Breite der festen Abschnitte ist es zur
Schaffung einer geeigneten flachigen Anordnung der
Durchkontaktierungen bereits bei einem 16 Photodi-
odenaufweisenden Photodiodenarray erforderlich,
eine relativ langgestreckte Leiterbahnstruktur auf der
Leiterplatte aufzubringen. Das Vorsehen einer sol-
chen langgestreckten Leiterbahnenstruktur ist der
Abschirmung abtraglich.

[0005] Detektormodule fiir moderne Réntgen-Com-
putertomographen mit mehrzeiligen Detektoren be-
nétigen Photodiodenarrays mit z.B. 16 x 16 Photodi-
oden. Die Herstellung der 16-fachen Anzahl her-
kémmlicher Durchkontaktierungen wiirde zumindest
das 16-fache der fir die Verbindung der Durchkont-
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aktierungen mit den Anschlissen notwendigen Fla-
che fur die Leiterbahnstruktur erfordern. Eine vorge-
gebene BaugroBe fir das Detektormodul kénnte
nicht mehr eingehalten werden. AulRerdem flihrt eine
derartig grolRe Flache einer die Durchkontaktierung
ermdglichenden Leiterbahnstruktur zu erheblichen
Abschirmungsproblemen.

[0006] Die DE 36 06 621 A1 beschreibt eine Anord-
nung, welche aus einer Schichtabfolge von elektrisch
isolierenden und elektrisch leitfahigen Schichten ge-
bildet ist.

[0007] Aus der WO 83/03943 A1 ist ein Verfahren
zur Herstellung einer Leiterplattenanordnung zur
Herstellung von "bubble memories" beschrieben. Da-
bei ist auf einem festen Substrat eine aus isolieren-
den und leitfahigen Schichten bestehende Schichta-
nordnung angebracht. Eine Kontaktierung durchgreift
die Schichtanordnung und reicht bis zur Oberflache
der Leiterplatte. Eine Vielzahl von Kontakten kann mit
dem bekannten Verfahren nicht auf engstem Raum
erzielt werden.

[0008] Die WO 00/79845 A1 betrifft eine Multilay-
er-Schaltung, die aus einer Vielzahl Gbereinander ge-
stapelter Chips besteht. Innerhalb der Multilay-
er-Schaltung ist eine Ausnehmung vorgesehen, in
welcher die Kontaktierung der Chips untereinander
sich befindet.

[0009] Die DE 35 02 744 C2 betrifft eine flexible Lei-
terplatte mit Bereichen unterschiedlicher Flexibilitat,
wobei ein Bereich geringerer Flexibilitdt dadurch ent-
steht, dass in diesem Bereich die elektrisch leitende
Schicht fehlt. Zwischen Bereichen geringer und ho-
her Flexibilitat liegt ein Ubergangsbereich, in dem die
Dicke der elektrisch leitenden Schicht kontinuierlich
abnimmt.

Aufgabenstellung

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile
nach dem Stand der Technik zu beseitigen. Es soll
insbesondere eine Anordnung zur Verbindung eines
auf einer Leiterplatte angebrachten Bauelementes
mit einer flexiblen Schichtanordnung angegeben
werden, mit der eine grofie Zahl von in einem flexib-
len Abschnitt aufgenommenen Leiterbahnen auf ei-
ner moglichst kleinen Flache kontaktiert werden
kann.

[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 geldst. ZweckmaRige Ausgestaltungen
ergeben sich aus den Merkmalen der Anspriche 2
bis 11.

[0012] Nach der Erfindung wird diese Aufgabe
durch die Merkmale des kennzeichnenden teils des
Patentandspruches 1 geldést. — Das Vorsehen einer
bis zu den Leiterbahnen reichenden Ausnehmung er-
moglicht eine unmittelbare Kontaktierung des Baue-
lements mit den Leiterbahnen. Die Kontaktierung
kann z.B. mittels herkdmmlicher bonding-Technik er-
folgen. Damit wird in vorteilhafter Weise erreicht,
dass eine Vielzahl an Leiterbahnen auf einer relativ
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kleinen Flache kontaktierbar ist. Die bei der Herstel-
lung einer grolRen Anzahl herkémmlicher Durchkont-
aktierungen entstehenden Abschirmungsprobleme
werden vermieden.

Ausfiihrungsbeispiel

[0013] Nachfolgend wird ein Ausfiihrungsbeispiel
der Erfindung anhand der Zeichnung naher erlautert.
Hierin zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsge-
male Anordnung zur Verbindung eines auf einer Lei-
terplatte angebrachten Bauelementes mit einer fle-
xiblen Schichtanordnung,

[0015] Fig.2 eine Teilquerschnittsansicht
Fig. 1 und

[0016] Fig. 3 eine Teilquerschnittsansicht einer wei-
teren erfindungsgemafl Anordnung zur Verbindung
eines auf einer Leiterplatte angebrachten Bauele-
mentes mit einer flexiblen Schichtanordnung.

[0017] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf eine erfin-
dungsgemalie Anordnung. Ein erster fester Abschnitt
1 ist mittels einer flexiblen Schichtanordnung 2 mit ei-
nem zweiten festen Abschnitt 3 beweglich verbun-
den. Auf dem ersten festen Abschnitt 1 ist ein aus 16
x 16 Photodioden gebildetes Photodiodenarray 4
aufgenommen. Der erste 1 und der zweite feste Ab-
schnitt 3 sind durch Aufkleben einer herkémmlichen
Leiterplatte auf die flexible Schichtanordnung 2 gebil-
det. Eine im ersten festen Abschnitt 1 vorgesehene
Rusnehmung 5 durchgreift die Leiterplatte und reicht
bis in die flexible Schichtanordnung, und zwar bis zu
einer darin aus einer Vielzahl nebeneinander liegen-
der Leiterbahnen 6 gebildeten Schicht. Die Leiter-
bahnen 6 reichen bis zum zweiten festen Abschnitt 3.
Dort ist auf einer weiteren Leiterplatte ein Stecker 7
montiert. Die Kontakte des Steckers 7 sind mittels
herkdémmlicher Durchkontaktierungen mit den Leiter-
bahnen 6 verbunden (hier nicht gezeigt). Es ist aber
auch mdéglich, die Kontakte des Steckers 7 mittels ei-
ner weiteren Aushnehmung unmittelbar mit den Leiter-
bahnen 6 zu kontaktieren.

[0018] Fig. 2 zeigt eine Teilquerschnittsansicht der
Anordnung nach Fig. 1. Die flexible Schichtanord-
nung 2 weist eine aus mehreren aus nebeneinander
liegenden Leiterbahnen 6 gebildete Schicht auf. Die-
se Schicht ist durch Zwischenschaltung bzw. Umge-
ben mit elektrisch isolierenden Schichten 11 gegeni-
ber der Umgebung elektrisch isoliert. Die elektrisch
isolierenden Schichten 11 kénnen z.B. aus Polyamid,
die Leiterbahnen 6 in herkdémmlicher Weise aus Kup-
fer, Silber oder dgl. hergestellt sein. Zur Bildung eines
festen Abschnitts 1 der Anordnung ist die flexible
Schichtanordnung 2 beidseitig mit einer herkémmli-
chen Leiterplatte 8, z.B. mittels Kleben, fest verbun-
den. Die Leiterplatten 8 weisen an ihrer zur Umge-
bung weisenden AuBenseite jeweils eine zu Ab-
schirmzwecken dienende Metallisierung 9 auf. Die
Metallisierungen 9 der Leiterplatten 8 sind mittels ei-
ner herkdmmlichen Durchkontaktierung 10 elektrisch

nach
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leitend miteinander verbunden. Die Metallisierungen
9 sind in herkdmmlicher Weise mit einem elektrisch
isolierenden Lack (hier nicht gezeigt) Gberdeckt.
[0019] Die Ausnehmung 5 durchgreift die Leiterplat-
te 8 und die darunter befindliche oberste elektrisch
isolierende Schicht 11 der flexiblen Schichtanord-
nung 2; sie reicht bis zu den in der flexiblen Schichta-
nordnung 2 aufgenommenen Leiterbahnen 6. Die
Leiterbahnen 6 sind mit einer Kontaktierung 12 un-
mittelbar mit dem Photodiodenarray 4 elektrisch lei-
tend verbunden. Die Kontaktierung 12 wird zweck-
maRigerweise mittels bonding-Technik hergestellt.
Die Ausnehmung 5 kann nach der Herstellung der
Kontaktierung 12 mit einer elektrisch isolierenden
Vergussmasse 13 verfillt werden.

[0020] Beidem in Fig. 3 gezeigten Ausfihrungsbei-
spiel ist die Ausnehmung 5 stufenférmig ausgebildet.
Durch diese besondere Ausbildung der Ausnehmung
5 kénnen mehrere lbereinander liegende Schichten
an Leiterbahnen 6 unmittelbar mittels bonding-Tech-
nik kontaktiert werden.

[0021] Die in der Schichtanordnung 2 aufgenomme-
nen Schichten kénnen eine Dicke im Bereich von 50
bis 500 um aufweisen. Bei den zur Herstellung der
festen Abschnitte 1, 3 benutzen Leiterplatten kann es
sich um herkémmliches Leiterplattenmaterial, z.B.
FR4, handeln.

[0022] Nach einer weiteren vorteilhaften, in der
Zeichnung nicht dargestellten, Ausgestaltung ist auf
der bauelementseitigen Oberseite der Leiterplatte 8
eine Metallschicht aufgebracht. Sofern als Bauele-
ment ein Photodiodenarray verwendet wird, kann je-
weils einer der Kontakte jeder Photodiode mit der
Metallschicht verbunden werden. Die Metallschicht
ist mit der Masse verbunden. Der andere Kontakt
kann dann unmittelbar mittels bonding-Technik mit ei-
ner in der Ausnehmung 5 freigelegten Leiterbahn 6
verbunden werden.

[0023] Die Ausnehmung & muss nicht unbedingt im
Bereich der Leiterplatte 6 vorgesehen sein. Es ist
auch denkbar, das Bauelement 4 in der Nahe des ei-
nen Endes des festen Abschnitts 1, 3 zu montieren.
In diesem Fall kann die Ausnehmung § in der flexib-
len Schichtanordnung 2 vorgesehen sein. Die Kon-
taktierung 12 wird in diesem Fall vom auf dem festen
Abschnitt montierten Bauelement 5 zu der Ausneh-
mung 5 geflhrt, welche in der flexiblen Schichtanord-
nung 2 in der Nahe des festen Abschnitts 1, 3 vorge-
sehen ist.

Patentanspriiche

1. Anordnung zur elektrischen Verbindung eines

auf einer Leiterplatte angebrachten Bauelementes
(4) mit einer flexiblen Schichtanordnung (2),
— wobei in der Schichtanordnung (2) umgeben von
elektrisch isolierenden Schichten (11) mindestens
eine elektrisch leitfahige Schicht mit einer Vielzahl
nebeneinander liegender Leiterbahnen (6) aufge-
nommen ist,
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— wobei die flexible Schichtanordnung (2) zur Ausbil-
dung eines festen Abschnitts (1) mit mindestens ei-
ner das Bauelement (4) aufweisenden Leiterplatte (8)
fest verbunden ist, und

— wobei zur Kontaktierung der Leiterbahnen (6) im
Bereich des festen Abschnitts (1) eine die Leiterplatte
(8) durchgreifende, bis zu den Leiterbahnen (6) rei-
chende Ausnehmung (5) vorgesehen ist.

2. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1, wo-
bei in der flexiblen Schichtanordnung (2) mehrere
Ubereinander angeordnete und durch elektrisch iso-
lierende Schichten (11) voneinander getrennte, elek-
trisch leitfahige Schichten aufgenommen sind.

3. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 2, wo-
bei die Ausnehmung (5) stufenartig ausgebildet ist,
so dass die Leiterbahnen (6) jeder Schicht kontaktier-
bar sind.

4. Leiterplattenanordnung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, wobei die den Oberflachen
der flexiblen Schichtanordnung (2) am nachsten ge-
legenen elektrisch leitfahigen Schichten als Ab-
schirmschichten ausgebildet sind.

5. Leiterplattenanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprliche, wobei die elektrisch isolie-
rende Schicht (11) aus Polyamid hergestellt ist.

6. Leiterplattenanordnung nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei das Bauelement (4)
eine Vielzahl von Photodioden aufweist.

7. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 6, wo-
bei jeweils einer der beiden Kontakte der Photodio-
den mit einer auf dem festen Abschnitt (1) aufge-
brachten Metallschicht verbunden ist.

8. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 6 oder
7, wobei der andere Kontakt der Photodioden jeweils
mit einer dafiir vorgesehenen Leiterbahn (6) verbun-
den ist.

9. Leiterplattenanordnung nach einem der An-
spriche 6 bis 8, wobei die Kontaktierung (12) mittels
bonding-Technik unmittelbar zwischen dem anderen
Kontakt der Photodiode und der Leiterbahn (6) her-
gestellt ist.

10. Leiterplattenanordnung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, wobei die Ausnehmung (5)
und die darin befindliche Kontaktierung (12) mit einer
Vergussmasse (13), vorzugsweise einem Kunststoff,
verfillt ist.

11. Verwendung einer Leiterplattenanordnung
nach einem der vorhergehenden Anspriche in einem
Detektormodul fir einen Réntgen-Computertomogra-
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phen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhédngende Zeichnungen
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